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V. Opis programu studiéw

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

M#1-N1-MiBM-KWTLiP-706

Nazwa przedmiotu

Mikroobréobka laserowa

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Laser Microprocessing

Obowigzuje od roku akademickiego

2020/2021

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

MECHANIKA | BUDOWA MASZYN

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw

studia niestacjonarne

Zakres

komputerowo wspomagane technologie las
zmowe

erowe i pla-

Jednostka prowadzaca przedmiot

Katedra Inzynierii Eksploatacji i Przemystowych Sys-

teméw Laserowych

Koordynator przedmiotu

dr inz. Piotr Sek

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotéw przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajeé polski

Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr semestr 7

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) TAK

Liczba punktéw ECTS 5

Forma . s wyktad éwiczenia laboratorium projekt seminarium
prowadzenia zaje¢

e e 18 19




EFEKTY UCZENIA SIE

Svmbol Odniesienie do
Kategoria y Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Wo1 Zna podstavyy f|zyczng dziatania i budowe laseréow im- MIBM1 W02
pulsowych réznych typow. —
Zna podstawowe wiasciwosci promieniowania laserowe-
W02 |go impulsowego nano i piko sekundowego oraz efekty MiBM_W10
oddziatywania z réznymi materiatami.
Wiedza Zna zjawiska fizyczne zachodzgce przy oddziatywaniu
W03 |mpulsqw Igsgrowych z ppvylerzchn|am| materiatéw, w MiBM1 W13
szczegollnosci z metalami i mechanizm powstawania -
ci$nienia ablacyjnego przy powierzchni
W04 Zna metody teksturowania i honowania powierzchni MiBM_W10
metalowych i metody pomiarowe efektow tej obrobki. MiBM1 W13
uo1L Potrafi drgzy¢ otwory o_mlkronowych s.redmcach w meta- MiBM1_U02
lach za pomocg lasera impulsowego pikosekundowego
U02 Potrafi cigé cienkoscienne folie za pomoca lasera impul- MiBM1_U02
sowego pikosekundowego MiBM1 U20
uo3 Potrafi znakowaé powierzchnie réznych materiatow za MiBM1_U02
Umiejetnosci pomocg lasera impulsowego pikosekundowego MiBM1 U20
uo4 Potrafi teksturowa¢ powierzchnie réznych materiatéw za MiBM1_U02
pomocg lasera impulsowego pikosekundowego MiBM1 U20
Zna zasady bezpieczenhstwa pracy z impulsowymi urza- MiBM1 U02
UO5 | dzeniami laserowymi o bardzo krétkich impulsach-nano i . -
; MiBM1_U20
piko sekundach. —
Kompetencje K01 Potrafi pracowa¢ w zespole MiBM1_KO1
spoteczne

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec*

Tresci programowe

wykfad

1.2.Podstawy fizyczne dziatania i budowa laserow impulsowych réznych typéw: o
czasach trwania impulséw rzedu nano i piko sekundowych.

3.4. Podstawowe wiasciwosci promieniowania laserowego impulsowego nano i piko
sekundowego oraz efekty jego oddziatywania z réznymi materiatami. i mechanizm
powstawania ci$nienia ablacyjnego przy powierzchni

5.6. Metody teksturowania i honowania powierzchni metalowych i metody pomiaréw
efektéw tej obrobki.

7.8.Metody znakowania powierzchni r6znych materiatéw za pomocg lasera impulso-
wego piko sekundowego

9.10. Metody drgzenia otworéw o mikronowych srednicach w metalach za pomocg
lasera impulsowego piko sekundowego

11.12.Metody ciecia folii cienko$ciennych za pomocg lasera impulsowego piko se-
kundowego

13.14.Metody laserowe czyszczenia powierzchni za pomocg lasera impulsowego za
pomocg lasera impulsowego piko sekundowego

15. Egzamin

laboratorium

1.Zapoznanie sie z zasadami bezpieczenstwa pracy z laserami impulsowymi o czasie
trwania impulsu: nanosekund i pikosekund

2.3.4. Laserowe teksturowanie powierzchni metalowych za pomocg piko sekundowe-
go lasera impulsowego, celem poprawy wilasciwosci tribologicznych

5.6.7 Laserowe drgzenie otworéw w materiatach za pomocg piko sekundowego lase-
ra impulsowego.

8.9.10.Laserowe ciecie cienkosciennych materiatdbw za pomocg piko sekundowego
lasera impulsowego, metodg naktadajacych sie drgzonych otworéw




11.12.13. Metody laserowego grawerowania i znakowania powierzchni za pomocg
piko sekundowego lasera impulsowego.

14. 15.Metody laserowego czyszczenia réznych powierzchni za pomocg piko sekun-
dowego lasera impulsowego.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczyc Xx)

efektu

Egzamin Egzamin

ustny pisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne

wo1

X

w02

w03

wo4

X
X
X

uo1

uo2

uo3

uo4

uos

XX | X|[X]|X

K01

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Forma
zajec*

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia

wyktad

egzamin Uzyskanie co najmniej 50% punkitéw z egzaminu

laboratorium

zaliczenie z oceng Uzyskanie co najmniej 50% punktéw ze sprawozdan

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obcigzenie studenta nost-
ka
W C L P S
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow h
18 18
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 4 2 h
Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela
3. o 42 h
akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- 1,7 ECTS
demickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 83 h
6. Liczba punktéw E(_:TS, _ktorq student uzyskuje 33 ECTS
w ramach samodzielnej pracy




7 Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 63 h
" | rze praktycznym
8 Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje 25 ECTS
" | wramach zajeé o charakterze praktycznym !
9. | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 125 h
10 Punkty ECTS za modut 5
" | 1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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